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Abstract (en)
[origin: DE3321694A1] Printed board for the surface soldering of integrated miniature circuits having connection arms which may be flat mounted
at the surface. The printed board (3) has one or a plurality of recesses (4) for receiving and latching the integrated miniature circuit (1) in a position
wherein the connection arms (2) of the integrated miniature circuit are orientated towards their mounting points (6). The metallized recesses (4) for
the latching of the connection arms (2) may also be provided with traversing metallized capillary holes (5) for the underside mountings of the board.
Methods for producing such a printed board by etching a profiled model and metallizing at least one electrically conducting layer are also disclosed.
The etching of a profiled model followed by a metallization enables particularly a fixed positioning of the integrated miniature circuits.

Abstract (fr)
Carte imprimée pour le montage en surface de circuits intégrés miniature possédant des bras de connexion pouvant être montés en surface
à plat. La carte imprimée (3) possède un ou plusieurs évidements (4) pour accueillir par encliquetage le circuit intégré miniature (1) dans une
position où les bras de connexion (2) du circuit intégré miniature sont orientés vers leurs points de montage (6). Les évidements métallisés (4) pour
l'encliquetage des bras de connexion (2) peuvent également être dotés de trous capillaires métallisés traversant (5) pour les montages du dessous
de la carte. Sont aussi décrits des procédés de fabrication d'une telle carte imprimée par gravage d'un modèle de profilage, puis métallisation d'au
moins une couche électriquement conductrice. Le gravage d'un modèle de profilage suivi d'une métallisation permet en particulier le positionnement
fixe des circuits intégrés miniature.
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